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참여한 박람회명 2024 바이오플러스 인터펙스 코리아
참석 일자 07월 12일 장소 코엑스 서울

박람회 입장료 10,000원 교통비 93,600원

※ 별첨 : 박람회 소감문 및 기타 증빙자료(교통비 및 입장료 영수증, 통장사본)

위와 같이 박람회를 참여하였으므로 여비 지급을 신청합니다.

2024 년 07 월 12 일



< 개인정보 수집 및 이용동의서 >

조선대학교 AI융합대학사업단에서는 수집한 개인정보, 고유식별정보를 다음의 목적을 
위해 활용합니다. 신청자가 제공한 모든 정보는 목적에 필요한 용도 이외에는 사용되지 
않으며, 이용목적 변경 시에는 사전 동의를 구할 것입니다.

 개인정보 수집 및 이용 동의

1. 수집목적 : 프로그램 참여 신청 및 관리를 위한 개인 식별
2. 수집항목
  - 성명, 학과, 학번, 학년, 연락처
  - 박람회 참여 정보, 교통비 결제 영수증, 통장사본, 증빙사진 등
3. 보유 및 이용기간 : 준영구
4. 개인정보 수집 및 이용에 동의하지 않을 수 있으며, 동의하지 않을 시에는
   프로그램 참여 신청, 관리에 제한될 수 있습니다.

2024 .   07 .   12 .



박람회 참석 소감문

박람회명 2024 바이오플러스 인터펙스 코리아 일자 2024/7/12

학과 정보통신공학과 학번 20194391 이름 추현웅

소감문

서울 코엑스에서 열린 2024 바이오플러스 인터펙스 코리아에 참석하여 디지털 헬스케어 분야 
이외에도 다양한 기업들이 헬스케어 시장에서 어떠한 연구와 어떠한 제품을 만들고 주 고객층이 
누구인지를 알 수 있는 좋은 기회가 되었다.
이는 학술적인 지식이 실제 산업에서는 어떻게 적용되는지에 관하여 생각 해 볼 수 있었고, 가장 
의미 있다고 생각되었던 시간은 기업체들과 투자자들이 실제로 열린 공간에서 기업 설명회를 
하는 것을 참관할 기회가 있었는데, 이때 Ranix사의 인공지능 헬스케어 제품들을 부스에서 
체험해 보았었는데 기업체 대표님께서 직접 나와 어떤 기술들이 사용되었는지 설명하는 것을 
들을 수 있었다. 이러한 종류의 센서 데이터를 처리하여 인공지능과 결합하는 기술들에 관심이 
많았었는데, 해당 기업의 기술들이 그러한 분야의 기술들 이었다. 마이크로프로세서와 센서들을 
결합한 형태로 비 침습적 혈당체크 와 각종 바이오마커들을 체킹할 수 있는 링 형태의 제품이 
특히 관심이 갔었다. 또한 같은 회사의 제품중 레이더 센서와 기타 센서들을 활용하여 노인을 
모니터링 할 수 있는 기술또한 보았는데 이는 최근 부상하는 실버 헬스케어 산업에 활용하기에 
매우 적합한 기술임을 확인 할 수 있었다. 앞으로 나도 학부에서 배운 기술을 어떻게 활용할지를 
고민해 보다보면 나만의 특허를 만들 수 있을지 않을까? 라는 생각을 가지게 되었다.









* 별첨 : 증빙사진, 교통비 및 박람회 입장료 영수증 첨부, 통장사본


